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DEUX TECHNIQUES D’ASSEMBLAGE POUR LA MINIATURISATION DE CIRCUITS HAUTE DENSITE

FL|P CH|P / GoLD STup Bump

ICA NCP
ISOTROPICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE (+UNDERFILL) NON-CONDUCTIVE PASTE

ICA / ISOTROPICALLY CONDUCTIVE ADHESIVE

STUD BumpP

VUE EN TRANSPARENCE

LAYOUT.

EN REDUISANT AU STRICT MINIMUM L'ENCOMBREMENT DES COMPOSANTS.

HYBRID SA EST A MEME DE REALISER UN ASSEMBLAGE FLIP-CHIP SUR DES MODULES
ELECTRONIQUES SELON DES SPECIFICATIONS DEFINIES EN COLLABORATION AVEC LE CLIENT. POUR
UNE BONNE MANUFACTURE, IL EST IMPORTANT D’ETRE PARTENAIRES, EN PARTICULIER DANS LE DESIGN DU

UN ASSEMBLAGE FLIP-CHIP PERMET A NOS CLIENTS UNE MINIATURISATION ACCRUE DE LEUR MODULE

NCP / NON-CONDUCTIVE PASTE

VUE EN TRANSPARENCE

NON-CONDUCTIVE PASTE APRES THERMOCOMPRESSION
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